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・PDF版のみのご購入はできません。書籍購入の方に向けた有料付録となります。・書籍全文掲載・一部図表はPDF版ではカラー掲載となります。
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★書籍申込書

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

　　 　 　　　　☆★詳細な目次をHPに掲載中！ぜひご確認ください★☆
　  　　「情報機構　BC251101」と検索！　または　https://johokiko.co.jp/publishing/BC251101.php
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次世代に向けた半導体パッケージング技術

～最先端半導体への対応からトラブル対策まで～

＜書籍版／書籍＋PDF版（ＣＤ－ＲＯＭ）＞

2.xD/3Dパッケージ　チップレットの状況から後工程の基礎・トラブル対策、生成AIの進化への対応まで
先端半導体パッケージング技術を網羅

★生成AIの隆盛にDX化の対応など…高性能が日々求められる半導体の一番のカギ、パッケージングについて詳説！

★次世代パッケージングに向け熱い視線が送られるインターポーザーやTSV、接合技術、ガラス技術まで解説

★次世代パッケージングから見る熱設計や洗浄技術、信頼性評価などの各種動向、

　基板材料や封止材、絶縁材等各種材料の最新動向もポイントをしっかり理解

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。
FAX：03-5740-8766、または、→https://johokiko.co.jp　にて
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　次世代に向けた半導体パッケージング技術　 書籍
冊数 　　冊　
※記入の無い場合は1冊

□ 書籍
□ 書籍＋PDF媒体

抜粋目次【一部省略　詳細な確定目次はHPをご確認ください】　

第１章　半導体パッケージングロードマップ
～今までの研究の歴史と現在の着地点、今後の動向～

第２章　半導体後工程パッケージング技術：基礎からトラブル対策

第３章　最先端半導体パッケージングの技術動向
　第１節　2.xD/3Dパッケージの状況
　第２節　チップレット
　第３節　インターポーザー技術
　第４節　次世代パッケージングに向けた接合技術
　第５節　TSV/TGV 技術を用いた実装
　第６節　ガラスサブストレート、ガラスインターポーザー、
　　　　　パネルパッケージの動向
　第７節　先端半導体パッケージングと熱設計
　第８節　次世代パッケージング対応洗浄技術

（書籍申込み要領）
★右記記入の上、FAXでお申込み、
　もしくは、https://johokiko.co.jp/
　の申込みフォームから承ります。
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書、納品書
　および振込要領をお送りいたします。
　（送料は弊社負担）
◎未発刊の書籍をお申込みの場合、
　発刊時に弊社より書籍、請求書、納品書
　および振込要領をご送付いたします
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

第４章　最新パッケージング技術に向けた材料/装置と求められる性能
　第１節　ガラス基板
　第２節　ふっ素樹脂基板を用いたビルドアップ多層基板
　第３節　半導体封止材の動向
　第４節　絶縁材料
　第５節　先端半導体パッケージにおけるモールディング技術の最新動向

第５章　半導体パッケージの検査・評価技術
　第１節　半導体パッケージの信頼性試験
　第２節　検査技術の動向

第６章　アプリケーションから見る半導体パッケージング
　第１節　 AI/生成AIの隆盛と半導体パッケージング
　第２節　モビリティの進化に向けた車載機器の動向と実装・パッケージ構造
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